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电工电子设备机械结构
热设计规范

1 范围

本标准规定了电工电子设备机械结构热设计的基本原则、热设计要求、常用散热技术、关键散热部

件、导热界面材料以及热测试的相关要求,同时在附录中介绍了热设计算法和常用材料的物理参数。
本标准适用于除手持终端以外所有电工电子设备机械结构的热设计。以下电工电子设备简称“设

备”,电工电子设备机械结构简称“机械结构”。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3095 环境空气质量标准

GB3096 声环境质量标准

GB4943.1—2011 信息技术设备安全 第1部分:通用要求

GB/T14295—2008 空气过滤器

YD/T1821—2008 通信中心机房环境条件要求

ETS300119-5 设备工程;对于设备实际应用的欧洲通信标准;第五部分:热管理(Environmental
Engineering(EE);EuropeanTelecommunicationStandardforEquipmentPractice;Part5:Thermal
Management)

GR-63 网络设备 构建系统的要求:物理保护(NetworkEquipment-BuildingSystemRequire-
ment:PhysicalProtection)

ASTMD54701) 热导性电绝缘材料的热传输特性的标准试验方法(StandardTestMethodfor
ThermalTransmissionPropertiesofThermallyConductiveElectricalInsulationMaterials)

1) ASTM:AmericanSocietyforTestingandMaterials,美国材料和试验协会。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

温度梯度 temperaturegradient
等温面法线方向上,单位长度的温度变化量。

3.2
热流量 heattransferrate
单位时间内热路上传递的热量。

3.3
热阻 thermalresistance
热路上的温差除以热流量。
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